
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะโคงของผลิตภัณฑแผงวงจรแบบออนรุน 
WDC เพื่อตองการหาปจจัยหลักซึ่งมีผลกระทบตอการเกิดการโคงเกิดการ ใชวิธีหาสาเหตุของ
ปญหา (Cause and Effect) โดยการรวบรวมความคิดจากบุคคลเกี่ยวของในสายการผลิตผลิตภัณฑ
แผงวงจรแบบออนรุน WDC สามารถกรองปจจัยจาก 19 ปจจัยเหลือ 9 ปจจัยจากนั้นนําปจจัยที่ได
จากการรวมความคิด มาคัดกรองโดยใชตารางสาเหตุ และผลกระทบ (Failure Mode and Effect 
Analysis) สามารถกรองจาก 9 ปจจัยเหลือ 7 ปจจัย จากนั้นนําปจจัยที่ไดนําไปออกแบบการทดลอง
เชิงแฟคทอเรียลแบบเศษสวนเพื่อหางปจจัยหลักที่มีผลตอความโคงงอของผลิตภัณฑแผงวงจรแบบ
ออนโดยมีปจจัยในการทดลองดังนี้ 

1. ทิศทางการตัดแผนเคลือบดานบน  
2. แรงดึงในการผลิตแบบมวน  
3. แผนรองรับแรงดึง  
4. จํานวนชั้นแผนกระจายแรงกดในกระบวนการเคลือบอยางเร็ว  
5. วิธีการวางแผนเคลืบดานบน  
6. การจับงานเพือ่ตรวจสอบคุณภาพ  
7. แบบของถาดใสงาน  

 
การทดลองขั้นแรกเพื่อหาปจจัยหลักที่มีผลตอการโคงของแผงวงจรแบบออน ใชการ

ออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเศษสวน โดยมีปจจัยที่ศึกษา 7 ปจจัยดังกลาวไปแลว
ขางตน แตละปจจัยประกอบดวยสองระดับ ทําการทดลองจํานวน 27-3 การทดลอง ทดลองซ้ํา 1 คร้ัง
ลําดับการทดลองเปนแบบสุม ผลตอบที่ไดจากการทดลองคือ ระยะความโคงของแผงวงจรแบบ
ออน เนื่องจากขอมูลของสวนตกคางของการทดลองมีการแจกแจงแบบไมปกติ และมีความ
แปรปรวนไมคงที่ ดังนั้นจึงประยุกตใชการแปลงขอมูลเพื่อใหความแปรปรวนของสวนตกคางคงที่
กอนการวิเคราะห โดยในการวิจัยเลือกการแปลงขอมูลแบบบ็อคค็อกแปลงผลสวนตกคางของการ
ทดลองโดย แสดงดังสมการที่ 5.1   
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 กอนการแปลงสวนตกคางไดทําการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของสวนตกคางพบวา
ขอมูลกอนการแปลงมีคาการแจกแจงแบบไมปกติ 
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รูปที่ 5.1 กราฟแสดงการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของสวนตกคางกอนการแปลง 

 
หลังการแปลงสวนตกคางดวยบอคคอคพบวาสวนตกคางมีการแจกแจงที่ใกลเคียงแบบ

ปกติที่ระดับนยัสําคัญ p>0.05 สามารถนําผลไปทําการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการโคงงอ
ของแผงวงจรแบบออน 

 

Lamda-.37
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รูปที่ 5.2 กราฟแสดงการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของสวนตกคางหลังการแปลง 
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 จากการทดลองพบวาปจจัยที่มีผลตอการโคงของแผงวงจรแบบออนไดแก  

1. ทิศทางการตัดแผนเคลือบดานบน 

2. การใชแผนรับแรงดึงในการผลิตแบบมวน 

3. จํานวนชั้นแผนกระจายแรงกดในขบวนการเคลือบอยางเร็ว 

4. แบบของถาดบรรจุภัณฑที่ใชในขบวนการผลิต 
 

ในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชงานจรงิพบวา 1 ไมสอดคลองตอแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการของบริษัทที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน เพราะบริษทัจะนําเทคโนโลยีการตัดแผน
เคลือบดานบนแบบอัตโนมตัิมาใช ทําใหวิธีการตัดตางจากวิธีเดิม จึงไมสามารถนําปจจัยนีม้า
วิเคราะหตอได  และปจจยัที่ 2 การใชแผนรับแรงดึงในกระบวนการผลิตแบบมวนมีผลใหตนทนุ
การผลิตแบบมวนเพิ่มขึน้ 22.94% ทางผูบริหารของบริษัทวิจยัคิดวายังไมคุมตอการลงทุนนํามา
ปรับใช แตจะเก็บไวพจิารณาในการผลิตในอนาคตตอไป ดังนั้นมีปจจัยที่นํามาปรับปรุง
กระบวนการผลิตแผงวงจรแบบออนที่พิจารณานําไปประยุกตใช 2 ปจจัยไดแก 

1. จํานวนชั้นแผนกระจายแรงกดในขบวนการเคลือบอยางเร็ว 

2. แบบของถาดบรรจุภัณฑที่ใชในขบวนการผลิต 

ปรับตั้งปจจัยไปที่ จํานวนชั้นแผนกระจายแรงกดใชสองชั้นโดยประกบดานบน และ
ดานลางของตัวผลิตภัณฑ และออกแบบของถาดใสผลิตภัณฑใหมที่สามารถควบคุมการหยิบจับตวั
ผลิตภัณฑ เพือ่มั่นใจวาเมื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแลว กระบวนการตองอยูในการควบคุม โดย
ประยุกตใชแผนภูมิควบคุมทางสถิต ิโดยจะทําการสุมวดังาน 8 ช้ิน ตอหนึ่งหนวยการผลิต แสดงผล
การสุมวัดระยะความโคงของแผงวงจรแบบออนรุน WDC ในการผลิตเดือนกนัยายน 2551 ดังรูป 
5.3 พบวามีระยะความโคงงอของแผงวงจรแบบออนเทากับ 0.4-0.43 มม. ที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 
95  
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รูปที่ 5.3 กราฟแสดงระยะความโคงแผงวงจรแบบออนรุน WDC จากการสุมวัด 

จากผลการวิจยันี้นอกจากสามารถลดระยะความโคงงอของแผงวงจรแบบออนแลวยงั
สามารถลดตนทุนในการผลิตไดดังนี ้

1. การปรับปรุงกระบวนการเคลือบอยางเร็ว จากประมาณแผนการผลิตในเดือนมิถุนายน 
2551 ถึง เดือนตุลาคม 2551 เปรียบเทยีบกับผลตางตนทุนในกระบวนการเคลือบอยางเร็วเมื่อใช
แผนยางกระจายแรงสองดานในตารางที่ 5.1 โดยตนทนุจะเพิ่มขึ้น 0.27% หรือเทากับ 0.93 บาทตอ
การผลิต 100  ช้ินเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการแกไขความโคงของชิ้นงาน (Rework) ซ่ึงมี
ตนทุนเพิ่มขึน้ 128.03 บาทตอการผลิต 100 ช้ิน แสดงในตาราง 5.1 เมื่อเปรียบเทียบตนทุนสองวธีิ
แลวการปรับปรุงกระบวนการเคลือบอยางเร็ววิธีแรกจงึสามารถลดตนทุนของปญหาการโคงงอได 
127.1 บาท ตอการผลิต 100 ช้ิน  
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ตารางที่ 5.1 แสดงประมาณการแผนการผลิตผลิตภัณฑ WDC เดือน มิถุนายน-ตุลาคม ป 2551 
เปรียบเทียบกับคาใชจายที่ลดได 
 

 
 
  
 2. การวิเคราะหความคุมคาตนทุนในการประยุกตใชถาดใสผลิตภัณฑแบบใหม โดยถาด
บรรจุงานแบบใหมสามารถบรรจุงานได 60 ช้ิน ซ่ึงมากกวาถาดแบบกวาที่บรรจุช้ินงานไดเพยีง 48 
ช้ิน และยังสามารถใชรวมกบัผลิตภัณฑแผงวงจรแบบออนที่มีขนาดใกลเคียงได ดังนั้นถาคิดจาก
ราคาบรรจุภัณฑที่ 12 บาท/ถาด คํานวณจากแผนการผลิตในป 2551 สามารถลดตนทุนคาถาดบรรจุ
งานได ดังแสดงในตารางที่ 5.2 
 
ตารางที่ 5.2 แสดงประมาณการแผนการผลิตผลิตภัณฑ WDC เดือน มิถุนายน-ตุลาคม ป 2551 
เปรียบเทียบกับคาใชจายที่ลดไดจากการปรับปรุงถาดใสงาน 

 
เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน ตุลาคม

แผนการผลิต (ชิน้) 417,930 400,000 500,000 400,000 400,000

แบบเดิม 48 ชิน้/ถาด 8,707 8,334 10,417 8,334 8,334

แบบใหม 60 ชิน้/ถาด 6,966 6,667 8,334 6,667 6,667

ลดคาใชhจายได (บาท) 10,892 20,004 24,996 20,004 20,004

จํานวนถาด

ใสงาน

 
 
 

5.1.1 ผลการวิจัยกับวรรณกรรมปริทัศน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาไมพบวามีงานวิจัยใดที่ทําการศึกษาการโคงงอของแผงวงจร
แบบออนโดยเฉพาะ แตสามารถใชความรูในงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานการโคงงอของวัสดุชนิดโพ
ลีเอไมนซ่ึงเปนวัสดุหลักในการผลิตแผงวงจรแบบออนมาเปรียบเทียบไดดังนี้ 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน ตุลาคม

แผนการผลิต (ชิน้) 417,930 400,000 500,000 400,000 400,000
กระบวนการแกปญหาการ

โคงงอ (บาท) 535,076 512,120 640,150 512,120 512,120
การปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต (บาท) 3,887 3,720 4,650 3,720 3,720
สามารถลดคาใชจายได 531,189 508,400 635,500 508,400 508,400

คาใชจาย
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  1. ผลที่ไดในบทสรุปที่ใกลเคียงกันพบวา ความรอนกับการกดทับ หรือสงถายแรง
ผานวัสดุชนิดโพลีเอไมนที่มีความบางมีผลทําใหวัสดุมกีารเปลี่ยนรูปราง ทั้งอยางถาวร และชัว่คราว
ขึ้นอยูกับแรงที่มากระทํา และอุณหภูมใินขณะนั้น  และพบวาบรรจุภัณฑ หรือถาดใสงานมี
ความสําคัญตอการรักษารูปรางของวัสดุชนิดโพลีเอไมนที่มีความหนาไมมาก 
  2. ผลที่ไดในบทสรุปที่ตางกันพบวาวัสดุชนิดโพลีเอไมนที่ใชในผลิตภัณฑ
ประเภทอื่น ในการแกไขการโคงงอ หรือบิดเบี้ยว ทําโดยพยายามไมบิด งอ หรือโคงในการใชงาน 
ปกติ ซ่ึงตางกับผลิตภัณฑแผงวงจรแบบออนยิ่งสามารถโคง หรือพับในขณะใชงานไดมากเทาไหร
ยิ่งสงผลดีตอการประกอบเปนผลิตภัณฑสําเร็จมากเทานั้น 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยนี้ ในการทําการทดลองในกระบวนการผลิตที่มีสายการผลิตยาว ที่ตองใช
เวลาในการทําการทดลองมาก จะตองมีการวางแผนที่ดี  และตองมีการเก็บขอมูลที่ละเอียดเพียงพอ 
และสามารถสืบคนไดวาระหวางการทดลองมีเหตุการณอะไรเกิดบาง เพื่อเปนประโยชนในการ
วิเคราะหขอมูล ในการนําและในการเก็บขอมูลใชพนักงานเพียงคนเดียวอาจจะทําใหเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได ในการแกไขปญหานี้อาจใชพนักงานสองคนเก็บขอมูลเดียวกัน จากนั้นนํามา
เปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกตองจะทําใหขอมูลที่ไดมีความแมนยํามากขึ้น  
 เนื่องดวยงานวิจัยนี้ทําการศึกษาในโรงงานผลิตแผงวงจรแบบออนซึ่งมีลักษณะกระบวน
ผลิตเปนแบบเฉพาะ ฉะนั้นในการนํางานวิจัยนี้ไปศึกษา หรือไปประยุกตใชควรทําการศึกษา
กระบวนการผลิตกอนวามีลักษณะใกลเคียงกับบริษัทวิจัยหรือไม และควรพิจารณาถึงชนิดของวัสดุ
ที่นํามาศึกษาดวย เพราะงานวิจัยนี้ศึกษากับวัสดุแผงวงจรแบบออนชนิดโพลีเอไมนเทานั้น 

        

 


